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二、说明、目录、图表目录

 晶圆（wafer）是制造半导体器件的基础性原材料。极高纯度的半导体经过拉晶、切片等工序

制备成为晶圆，晶圆经过一系列半导体制造工艺形成极微小的电路结构，再经切割、封装、

测试成为芯片，广泛应用到各类电子设备当中。晶圆材料经历了60余年的技术演进和产业发

展，形成了当今以硅为主、新型半导体材料为补充的产业局面。

晶圆制造分为IDM模式和Foundry（代工）模式。从全球看，2016-2021年，全球晶圆代工市场

规模从652亿美元增长至1101亿美元，年均复合增长率为11%。从国内看，2016-2021年，中国

大陆晶圆代工市场规模从327亿元增长至668亿元，年均复合增长率为15%，高于全球行业增长

率。依托于中国是全球最大半导体市场以及半导体产业链逐渐完善，预计未来中国大陆晶圆

代工市场将持续保持较高速增长趋势。  

2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调

，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力

量。2020年12月，财政部、税务总局、发改委、工信部等四部门发布《促进集成电路产业和

软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。公告指出，国家鼓励的集成电路线宽小于28

纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所

得税；集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，

第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税

。2021年3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发

展进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12

月31日实施，意味着《通知》涉及到的商品将享受免征进口关税10年的利好。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国晶圆市场深度评估与战略咨询报告》共十三章。首先介

绍了晶圆的概念及制造工艺等，接着分析了国内外半导体行业及国际晶圆产业的运行情况，

然后分析了我国晶圆产业的发展环境、市场运行和制程工艺。随后，报告对晶圆产业链的上

中下游分别做了分析，并对晶圆产业重点企业做了介绍分析，最后重点分析了行业的投资及

发展趋势。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾

问网市场调查中心、中国半导体行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰

富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想

对晶圆产业有个系统深入的了解、或者想投资晶圆产业，本报告将是您不可或缺的重要参考

工具。  
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